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Featured Products

초소형 WLCSP* 낮은 입력 오프셋 전압

고정밀도 OP Amp

TLR377GYZ

*Wafer Level Chip Size Package

Ball Pitch 0.3mm로, 뛰어난 스페이스 절약화 실현!

https://www.rohm.co.kr/
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・셧다운 기능을 탑재하여, 기기의 소비전력 억제

・초소형 WLCSP로, 기기의 소형화에 기여
외형 치수 0.88×0.58×0.33 (Max) mm 실현

・사이즈와 고정밀도화를 동시에 실현하여, 소형기기의 센싱 용도에 최적
낮은 오프셋 전압 및 낮은 노이즈 실현 : 오프셋 전압 1mV (Max), 입력 환산 노이즈 전압 밀도 12nV/√Hz (Typ) 

초소형 WLCSP 낮은 입력 오프셋 전압 고정밀도 OP Amp 개요

TLR377GYZ는 소형화가 요구되는 기기에서 뛰어난 스페이스 절약화를 실현하는 WLCSP* OP Amp입니다.

초소형 사이즈와 고정밀도화를 동시에 실현하였으며, 셧다운 기능을 탑재하여 기기의 소비전력도 억제할 수 있으므로,

배터리 구동 센싱 어플리케이션에 최적입니다.

OP Amp의 동작을 센싱 구간으로 한정함으로써, 대기 시 전력을 대폭 삭감 : 대기 시 회로전류 1.5µA (Max)

Features

YCSP30L1

0.88×0.58×0.33 (Max) mm

*Wafer Level Chip Size Package
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초소형 WLCSP로 기기의 소형화에 기여

뛰어난 스페이스 절약화 실현!

기존품과의 사이즈 비교

Ball Pitch를 0.3mm까지 축소

기존품 A
W : 1.565mm, D : 1.057mm

Ball Pitch a : 0.5mm

기존품 B
W : 1.308mm, D : 0.727mm

Ball Pitch a : 0.35mm

신제품 「TLR377GYZ」
W : 0.88mm, D : 0.58mm

Ball Pitch a : 0.3mm

D

W

a

a

실장 면적

약 69% 삭감

약 46% 삭감
a
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사이즈와 고정밀도 특성을 동시에 실현하여, 소형기기의 센싱 용도에 최적

+

프로세스 기술 및 회로 설계 기술을 통해,
고정밀도화를 실현하고 실측을 보증하여, 사용자 측에서 안심하고 사용 가능

칩 사이즈 소형화와 고정밀도화의
트레이드 오프 관계를 고차원적으로 달성!

프로세스 기술

초저 노이즈 실현

플리커 노이즈
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서멀 노이즈

회로 설계 기술

낮은 오프셋화에 기여

트랜지스터 Q1과 Q2의 편차로 발생하는
I1≠I2를 오프셋 보정 회로에서 조정

IN+
오프셋 전압
보정 회로

α

I1＋α I2

I1 I2

Q1 Q2IN－

[e.g.]

I1＜ I2

↓
I1+α=I2

실측치를 통한 보증

측정 기술

입력 오프셋 전압 온도 드리프트의 최대치 보증

웨이퍼 측정 시, 모든 칩의 위치 정보를 기록함으로써
저온 측정과 고온 측정 결과의 연계 가능

동일 웨이퍼

저온 측정 고온 측정

(X, Y) = (a, b) ⇒ 같은 좌표 상의 동일 칩

프로세스 선정과 디바이스의
개선을 통해, 저주파수 영역에서
발생하는 플리커 노이즈를 저감
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셧다운 기능을 탑재하여, 기기의 소비전력 억제

OP Amp의 동작을 센싱 구간으로 한정할 수 있으므로,
매우 적은 평균 회로전류 실현

어플리케이션 회로 이미지

OP Amp MCU

셧다운 신호

OP Amp의 동작 / 대기를 제어

센서
소자

+

－

셧다운 기능 동작 이미지

센싱 구간 이외에는 대기 모드로 설정함으로써,
회로전류를 거의 “0µA”로 억제

센싱 구간

셧다운 구간

시간

회
로

전
류

동작 시 회로전류

대기 시 회로전류

평균 회로전류
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서포트 정보

서포트 아이템은
로옴 공식 Web 사이트에서

다운로드 가능

CSP
TLR377GYZ

기판 측면에

솔더용 도금

변환 기판

CSP ⇒ SSOP 변환 기판
본 변환 기판은 TLR377GYZ가

미리 탑재된 상태에서 제공하므로,

SSOP6용 기판에 실장하는 것만으로

신속하게 평가 가능

IC 실물 vs SPICE 모델 「ROHM Real Model」

온도 특성까지 완전하게 재현

고정밀도 SPICE 모델 「ROHM Real Model」

로옴의 독자적인 모델 베이스 기술을 구사하여,
IC의 전기적 특성과 온도 특성을 충실하게 재현함으로써,

IC 실측치와 시뮬레이션 값을 완전하게 일치시킨
고정밀도 SPICE 모델
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Slew rate 회로전류

IC 실물

SPICE 모델

IC 실물

SPICE 모델

신제품 「TLR377GYZ」의 온도 변화에 따른 특성 검증 예 (VDD=5V)

https://www.rohm.co.kr/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers/high-performance/input-output-rail-to-rail-low-offset-voltage/tlr377gyz-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67OP7386#toolsSubMenu
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WLCSP 초소형 OP Amp 주요 특성 일람

품명 ch 전원전압
[V]

회로전류
(Typ) [µA]

셧다운 시
회로전류

(Max) [µA]

입력 오프셋 전압
(Max) [mV]

입력 오프셋 전압
온도 드리프트 
(Max) [μV/°C]

입력 환산 노이즈
전압 밀도

(Typ) [nV/√Hz]

동작온도
[°C] 패키지

TLR377GYZ 1 1.8 to 5.5 585 1.5 1.0 6 12 −20 to +85 YCSP30L1 (6Pin)

・스마트폰

・IoT 기기

・웨어러블 기기

・소형 드론 등

배터리 구동 기기의 센싱 어플리케이션에 최적!

어플리케이션 예

아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의 제품 소개 페이지로 이동합니다. 아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의 제품 데이터 시트로 이동합니다.

https://www.rohm.co.kr/products/amplifiers-and-linear/operational-amplifiers/high-performance/input-output-rail-to-rail-low-offset-voltage/tlr377gyz-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67OP7386
https://www.rohm.co.kr/datasheet?p=TLR377GYZ&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=67OP7386


Notice

 본 자료의 기재 내용은 로옴 그룹 (이하, 「로옴」) 제품 소개를 목적으로 합니다. 로옴 제품 사용 시에는, 별도로
최신 데이터시트 또는 사양서를 반드시 확인하여 주십시오.

 로옴은 본 자료에 기재된 정보에 오류가 없음을 보증하지 않습니다. 만일 본 자료에 기재된 정보의 오류로 인해 고객
또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 로옴은 일절 책임을 지지 않습니다.

 본 자료에 기재된 응용 회로 예 등의 정보 및 관련 데이터는 어디까지나 일례를 나타낸 것으로, 이에 관련된 제3자의
지적재산권 및 기타 권리에 대해 권리 침해가 없음을 보증하는 것은 아닙니다.

 로옴은 본 자료에 기재된 정보 및 관련 데이터에 대해 로옴 또는 제3자가 소유 또는 관리하고 있는 지적재산권 및
기타 권리의 실시, 사용 또는 이용을 명시적이나 묵시적으로 고객에게 허락하는 것은 아닙니다.

 로옴 제품 및 본 자료에 기재된 기술을 수출 또는 국외에 제공하는 경우에는, 「외국 외환 및 외국 무역법」, 「미국
수출 관리 규정」 등 적용되는 수출 관련 법령을 준수하여 필요한 절차에 따라 실시하여 주십시오.

 본 자료의 전부 또는 일부를 로옴의 문서에 의한 사전 승낙 없이 전재 또는 복사하는 행위는 금지합니다.

 본 자료의 기재 내용은 2024년 5월 현재의 내용으로, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
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